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平安证券股份有限公司 

关于上海韦尔半导体股份有限公司 

2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为上海韦

尔半导体股份有限公司（以下简称“韦尔股份”或“公司”）公开发行可转换公司

债券（以下简称“公开发行可转债”）的保荐机构和持续督导机构，根据《证

券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对韦尔

股份发行可转换公司债券募集资金 2021 年度存放与使用情况的事项进行了核查，

具体核查情况及意见如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）2021年公开发行可转债实际募集资金金额、资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》（已获得证监许可[2020]3024 号）核准，公司公

开发行人民币 24.40 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可转债募集

资金总额为人民币 24.40亿元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计验资费用、

资信评级费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 52,839,000.00 元（含

税），实际募集资金为人民币 2,387,161,000.00 元。立信会计师事务所（特殊普

通合伙）（以下简称“立信”）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于

2021 年 1 月 5 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA10003 号）。 

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用公开发行可转债募集资金投入募集

项目 532,532,253.00 元（其中置换以自筹资金预先投入募集资金为

120,888,627.29 元），募集资金专户余额为 1,860,436,738.24 元。 
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（二）2021年公开发行可转债募集资金使用情况及结余情况 

单位：元 

募集资金账户情况 公开发行可转债募集资金 

1、募集资金账户期初余额： 0.00 

2、募集资金账户资金的增加项：  

募集资金流入 2,393,080,000.00 

利息收入 5,821,195.28 

归还暂时补充的流动资金  

自有资金划入募集资金账户  

3、募集资金账户资金的减少项：  

置换以自筹资金预先投入 120,888,627.29 

募集资金投入募集项目 411,643,625.71 

支付发行费用 5,919,000.00 

自筹资金投入募集项目  

支付银行手续费 13,204.04 

4、募集资金账户期末余额： 1,860,436,738.24 

二、募集资金存放和管理情况 

（一）2021年公开发行可转债募集资金管理情况 

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者

的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规，

并结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制

度》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储。 

公司与中国民生银行股份有限公司上海分行、平安证券签订了《募集资金

专户存储三方监管协议》；公司与招商银行股份有限公司上海分行、平安证券

签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及公司子公司豪威半导体

（上海）有限责任公司、兴业银行股份有限公司上海嘉定支行、平安证券签订

了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及公司子公司豪威科技（上海）

有限公司、公司子公司 OmniVision Technologies, Inc.、平安银行股份有限公司
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上海分行、平安证券签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。 

公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四

方监管协议》、《募集资金专户存储五方监管协议》与上海证券交易所监管协

议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 

（二）募集资金专项账户存储情况 

截至 2021年 12月 31日，公司 2021年公开发行可转债募集资金在各监管银

行账户的存储情况如下： 

单位：元 

序号 账户名称 专户银行名称 账号 余额 

1 
上海韦尔半导体股

份有限公司 

招商银行股份有限

公司上海张江支行 
121908236710307 814,988.04 

2 
上海韦尔半导体股

份有限公司 

中国民生银行股份

有限公司上海分行 
632634897 41,607.53 

3 
上海韦尔半导体股

份有限公司 

平安银行股份有限

公司上海分行 
15006188888809 393,950.88 

4 
豪威半导体（上

海）有限责任公司 

兴业银行股份有限

公司上海嘉定支行 
216130100100280966 6,599,376.79 

5 
豪威半导体（上

海）有限责任公司 

兴业银行股份有限

公司上海嘉定支行 
216130100100307182 835,554,108.49 

6 
豪威半导体（上

海）有限责任公司 

兴业银行股份有限

公司上海嘉定支行 
216130100100307203 179,759,128.30 

7 
豪威半导体（上

海）有限责任公司 

兴业银行股份有限

公司上海嘉定支行 
216130100100307312 57,148,166.10 

8 
豪威科技（上海）

有限公司 

平安银行股份有限

公司上海分行 
15119618888860 0.00 

9 
OmniVision 

Technologies, Inc. 

平安银行股份有限

公司上海分行 
FTN15555788816865 780,125,412.11 

合计 1,860,436,738.24 

三、2021年公开发行可转债募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金投资项目的资金使用情况 

2021 年，公司实际使用公开发行可转债募集资金具体情况详见附表 1《公

开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。 
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（二）募投项目先期投入及置换情况 

2021 年 5 月 17 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议审议和第五届监

事会第三十三届会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自

筹资金的议案》，公司使用 2021 年公开发行可转债募集资金置换预先投入募投

项目自筹资金，置换金额为人民币 120,888,627.29元。公司独立董事对该事项发

表了明确同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。 

2021 年 5 月 17 日，立信出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司以可转

债募集资金预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第

ZA13801 号），公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为

120,888,627.29 元。 

2021 年 5 月 17 日，平安证券出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司使

用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，对于公司使用募集

资金置换预先投入的自筹资金无异议。 

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

2021 年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 

2021 年，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况、不存在投资相

关产品情况。 

（五）节余募集资金使用情况 

2021 年，公司不存在节余募集资金使用情况。 

（六）超募资金使用情况 

2021 年，公司不存在超募资金使用情况。 

（七）尚未使用的募集资金用途和去向 

截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金余额人民币 1,860,436,738.24
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元，未来将陆续投资于晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）、CMOS 图像

传感器研发升级、晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目、高性能图像传感器芯片

测试扩产项目、硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目。 

四、变更 2021年公开发行可转债募投项目的资金使用情况 

（一）增加实施主体 

2021 年 1 月 18 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会

第二十九次会议，审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议

案》。公司决定将募投项目之一“CMOS 图像传感器研发升级”实施主体由子

公司豪威科技（上海）有限公司变更为子公司豪威科技（上海）有限公司和

OmniVision Technologies, Inc.共同实施。公司独立董事对该议案发表了同意的独

立意见。 

（二）变更募集资金投向 

2021 年 7 月 13 日，公司召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会

第三十六次会议；2021 年 8 月 2 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会以及

2021 年第一次可转换公司债券债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更可

转换公司债券募集资金投资项目的议案》。同意公司减少原募集资金投资项目

之一“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”的投资金额，并将调整的募集

资金用于新增的晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目、高性能图像传感器芯片测

试扩产项目和硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目。可转换公司债券募投项目

其他内容均保持不变。 

本次募集资金项目变更有利于公司提高募集资金使用效率，抓住 CMOS 图

像传感器行业的发展机遇，提升公司在相关领域的产品研发和生产能力，更好

的满足下游多样化的市场需求。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

平安证券出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司可转换公司债券募集资金

投资项目变更的核查意见》，对公司可转换公司债券募集资金投资项目变更的

事项无异议。 
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五、2021年公开发行可转债募集资金使用及披露中存在的问题 

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对

募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 

六、会计师对 2021年度募集资金年度存放和使用情况的鉴证意

见 

立信对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并出具了

《关于上海韦尔半导体股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报

告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA11025 号），认为：韦尔股份 2021 年

度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委

员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求

（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管

指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了韦尔股份 2021 年度募

集资金存放与使用情况。 

七、保荐机构的主要核查工作 

2021 年，保荐机构的保荐代表人通过查阅韦尔股份募集资金专项存储账户

银行对账单、募集资金大额使用原始凭证、韦尔股份关于募集资金使用情况的

相关公告和支持文件、年度募集资金存放与使用专项报告、会计师出具的募集

资金年度使用情况鉴证报告等资料、现场检查、与韦尔股份管理层及相关人员

就募集资金使用情况进行沟通交流、列席相关会议等多种方式，对韦尔股份募

集资金的管理、存放、使用及信息披露情况等方面进行了核查。 

八、保荐机构的核查意见 

经核查，保荐机构认为：2021 年度，韦尔股份严格执行了募集资金专户存

储制度，有效地执行了募集资金监管协议，募集资金具体使用情况符合《上海
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证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情况。 

（以下无正文） 
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附表 1： 

可转换公司债券募集资金使用情况对照表 

单位：人民币万元 

募集资金总额 238,716.10 本年度投入募集资金总额 53,253.22 

变更用途的募集资金总额 111,558.46 
已累计投入募集资金总额 53,253.22 

变更用途的募集资金总额比例 46.73% 

承诺投资项目 

已变更

项目，

含部分

变更

（如

有） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额 

截至期末

承诺投入

金额（1） 

本年度投入

金额 

截至期末

累计投入

金额（2） 

截至期末累计

投入金额与承

诺投入金额的

差额（3）＝

（2）-（1） 

截至期末投

入进度

（%）

（4）＝

（2）/（1） 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度

实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

晶圆测试及晶圆重构

生产线项目（二期） 
有 130,000.00 18,441.54 18,441.54 17,847.08  17,847.08  -594.46  96.78 2022 年 5 月 不适用 不适用 否 

CMOS 图像传感器研

发升级 
无 80,000.00 80,000.00 80,000.00 2,130.37  2,130.37  -77,869.63  2.66 2024 年 3 月 不适用 不适用 否 

补充流动资金 无 28,716.10 28,716.10 28,716.10 28,716.10 28,716.10 0.00  100.00 不适用 不适用 不适用 否 

晶圆彩色滤光片和微

镜头封装项目 
有 0.00 83,482.95 83,482.95 8.94  8.94  -83,474.01  0.01 2023 年 7 月 不适用 不适用 否 

高性能图像传感器芯

片测试扩产项目 
有 0.00 20,899.15 20,899.15 2,942.59  2,942.59  -17,956.56  14.08 2023 年 1 月 不适用 不适用 否 

硅基液晶投影显示芯

片封测扩产项目 
有 0.00 7,316.53 7,316.53 1,608.14  1,608.14  -5,708.39  21.98 2023 年 8 月 不适用 不适用 否 

合计  238,716.10 238,856.27 238,856.27 53,253.22 53,253.22 -185,603.05 22.30 / / / / 

未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无 

项目可行性发生重大变化的情况说明 无 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

2021 年 5 月 17 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预

先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投

项目自筹资金，置换金额为人民币 120,888,627.29 元。 
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 

募集资金结余的金额及形成原因 截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 1,860,436,738.24 元。 

节余募集资金其他使用情况 无 
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附表 2： 

变更募集资金投资项目情况表 

单位：人民币万元 

变更后的项目 对应的原项目 

变更后项目

拟投入募集

资金总额 

截至期末计划

累计投资金额
(1) 

本年度实际

投入金额 

实际累计投

入金额(2) 

投资进度

（%）
(3)=(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益 

是否达到

预计效益 

变更后的项目

可行性是否发

生重大变化 

晶圆彩色滤光片

和微镜头封装项

目 

晶圆测试及晶圆重

构生产线项目（二

期） 

83,482.95 83,482.95 8.94 8.94 0.01 2023 年 7 月 不适用 不适用 否 

高性能图像传感

器芯片测试扩展

项目 

晶圆测试及晶圆重

构生产线项目（二

期） 

20,899.15 20,899.15 2,942.59 2,942.59 14.08 2023 年 1 月 不适用 不适用 否 

硅基液晶投影显

示芯片封测扩展

项目 

晶圆测试及晶圆重

构生产线项目（二

期） 

7,316.53 7,316.53 1,608.14 1,608.14 21.98 2023 年 8 月 不适用 不适用 否 

合计  111,698.63 111,698.63 4,559.67 4,559.67 / / / / / 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募

投项目） 

2021 年 7 月 13 日，公司召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十六次会议审议通过了《关于变更可转

换公司债券募集资金投资项目的议案》。公司决定减少原募集资金投资项目之一“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二

期）”的投资金额，并将调整的募集资金用于新增的“晶圆彩色滤光片和微镜头封装项目”、“高性能图像传感器芯片测试

扩产项目”和“硅基液晶投影显示芯片封测扩产项目”。可转换公司债券募投项目其他内容均保持不变。上述事项已经公

司于 2021 年 8 月 2 日召开的 2021 年第一次临时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会议审议通过。相关详情请见公

司于 2021 年 7 月 14 日披露的《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-081）。 

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 
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